
弊社におけるＰＩ分析事例の紹介

　○新井秀子、赤堀廉－、永野広作

　-　　鐘淵化学工業株式会社

電材事業部電子材料開発研究グループ

　滋賀県大津市比叡辻二丁目1 －1

E-ma i l: hi deko. arai＠kaneka. co. jp

要旨

　ポリイミドフィルム表面について。各種解析を試みているが、最近の事例を形態解析を中心に

紹介する。宇宙暴露p 11こついては、特に損傷の著しい表面の形態を、三次元SEM、研磨断面

等について観察した結果、表層のダメージ層の厚み等が明確になった事例、ビール強度評価した

フィルムの、ビール界面の、ＰＩ表面の剥離の様子、最新の三次元形状解析装置を用いたフィル

ム表面の解析事例を図表で紹介する。

内容

1.宇宙暴露ＰＩの表面分析

　　　宇宙空間に暴露され、地球に戻ったＰＩフィルムは、その表面性が著し＜劣化することが

　　知られている。そのフィルムの一部を当社にて解析する機会を得た。

　　　太陽側に暴露されていた部分と、一部陰になっていた部分で各種解析を実施した。 SEM

　　観察、ＥＰＭＡによる元素分析、Ｘ線光電子分光分析（ＥＳＣＡ）、顕微ＡＴＲ法によるＩ

　　Ｒ分析等を行った。

　　　形態的には、表層の１μｍ程度が著しくダメージを受けており、残部分の表面からS iが

　　検出、ＩＲからもシロキサンらしいピークが認められた。

　　　また、ＥＳＣＡでのC 1 sピークの解析から、イミド結合が一部開裂していることが推定

　　できた。

2.ビール界面の分析

　　　ビール剥離により、ＰＩの表面が剥離していることは、これまで、ＥＳＣＡによる分析が

　　報告されてきたが、数n m以下と予測でき、また接着剤を介しているため、剥離厚みそのも

　　のの観察は困難としてきた。今回、剥離方法を工夫することにより、ＰＩ表面の剥離の状態

　　をSEM観察することに成功した。

3. P I表面の三次元形状解析

　　　ＺＹＧＯの三次元形状解析顕微鏡を用いて実験的に製膜したＰＩフィルムの表面を解析

　　した。装置はZ YGO New View ２００、方式は走査型白色干渉計に周波数領域解

　　析法を付加したもの。垂直分解能０．１ n m。　ｍｍの領域でも、n mオーダーの凹凸を評

　　価できる。データは実験的にフィラーを添加した系としない系で比較した。
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